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고가격인 금형을 제작하는데 있어서, 금형의 기초모재로 통금속을 사용하지 않고, 저가재질의 금속판재를 절단하

여 2겹 이상 적층하고, 용접하여 사용한다. 금속판재 기초모재 상부에 필요한 금속으로 육성용접후 가공하여 금

형표면을 최종표면을 형성한다. 금형의 재료비, 가공비를 줄이는 특허이다. 
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

고가의 금형 가공용 기초모재로 통금속을 사용하지 않고, 저가의 금속판재를 2겹 이상 적층하고, 용접으로 접합

하여 기초모재로 사용하는 제작 방식을 사용한 플라스틱 사출용 금형

청구항 2 

고가의 금형 가공용 기초모재로 통금속을 사용하지 않고, 저가의 금속판재를 2겹 이상 적층하고, 용접으로 접합

하여 기초모재로 사용하는 제작 방식을 사용한 다이캐스팅용 금형

청구항 3 

고가의 금형 가공용 기초모재로 통금속을 사용하지 않고, 저가의 금속판재를 2겹 이상 적층하고, 용접으로 접합

하여 기초모재로 사용하는 제작 방식을 사용한 딥드로잉 프레스용 금형

청구항 4 

저가의 금속판재를 적층하고 용접한 기초모재의 필요부위에 고가의 금형용 금속을 국부적으로 육성용접한 후 가

공해서 금형 표면으로 사용하는 제작 방식을 사용한 금형

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 금형의 제조방법 및 금형에 대한 것으로, 보다 상세하게는 기초모재를 기존 통금속에서 금속판재의[0001]

적층된 조합으로 변경하여 비용절감 효과를 얻기위한 것이다.

배 경 기 술

제품을 대량 생산하기 위해 사용하는 금형은 대부분 금속재질로 가공되며, 전체 크기가 제품보다 1.5 ~ 2배 정[0002]

도 커야하고, 요구되는 강도, 열적인 성질, 내마모, 내구성 등이 좋은 금속을 기초모재로 사용하므로, 일반금속

대비 고가의 재질이고 가공시간도 많이 소요되어 제조가격이 비싸다. 이러한 고가격인 금형의 원가절감을 위해

다양한 제작방식이 제안되고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

고가격인 금형의 제작비용을 줄이기 위해서 저가 금속재료의 사용, 금형 표면부의 국부적인 강화, 기존금형의[0003]

재활용, 금형베이스(Mould Base)의 표준화 및 재활용 등 다양한 방법을 사용하고 있다.

본 발명은 금형의 재료비, 가공비를 줄여 제작원가를 절감하기 위한 제작 방식에 대한 것이다.[0004]

과제의 해결 수단

금형의 제작 원가를 줄이기위해서 재료비와 가공비의 절감방안으로 금속 성질이 낮고 저가인 금속판재를 주재료[0005]

로 사용하여 적층하고 서로 용접하여 형상가공전의 기초모재로 사용하고자 한다. 또한 부하가 많이 걸리는 금형

표면부위에는 기존과 같은 금형강에 요구하는 성질의 재질로 육성용접(padding)하여 필요한 표면을 국부적으로

형성하고자 한다.

발명의 효과
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금형의 제조원가가 줄어들어 제품개발시 초기소요비용의 절감효과를 얻을 수 있다. 금형의 제조시간이 줄어들어[0006]

개발기간의 축소가 가능하다. 저부하/단수명을 요구하는 금형일 경우에 보다 적용성이 높으며, 금형의 감가상각

비가 줄어들어 제품원가의 절감효과를 볼 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 컵모양의 제품 제조시 일반적인 통금속 기초모재사용 상/하 금형의 단면도[0007]

도 2는 도 1의 코어금형부를 제작할 때 통금속 기초모재 및 절삭으로 제거하는 부위 단면

도 3은 금속판재를 재단/절단하고 금형의 기초모재로 사용하기 위해 적층한 단면

도 4은 도3의 코어금형부 기초모재를 육성용접후와 기계가공후 최종 차이 단면확대

도 5는 본발명의 금속판재 기초모재를 사용하여 최종가공한 상/하 금형의 단면도

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

금형(金型 Die & mould)은 대상재료의 소성(塑性 Plasticity), 전연성, 유동성등의 성질을 이용하여 재료를 가[0008]

공성형하여 제품을 생산하는 도구로서 금속재료를 사용하여 만들어진 형(型)을 말하며『동일형상, 동일규격의

제품을 대량 생산하기 위해 모체가 되는 틀』의 통칭이다.

금형은  가공대상품의  재질,  공법,  제품의  속성  등에  따라  다양한  분류가  가능하며,  프레스금형(Press[0009]

Die)-강판, 사출금형(Injection Mould)-플라스틱, 다이캐스팅금형(Die Casting Mould)-알미늄 및 저용융점 금

속, 단조 금형(Forging Die)-금속 비금속, 고무 금형(Rubber Mould)-고무, 유리 금형(Glass Mould)-유리, 분말

야금 금형(Powder Metallurgy Mould)-금속 및 비금속, 요업 금형(Ceramic Mould)등이 있다.

금형으로 가공되는 금속(주로 공구강·특수강)의 요구 특성은 사용·적용 영역, 가공 방법, 정도나 생산 방식에[0010]

따라 다르지만, ①내마모성, ②내크랙성, ③경면성, ④주름가공성, ⑤내열성, ⑥내결손성, ⑦내열응력·내피로

특성, ⑧고인성·연성, ⑨기계가공성, ⑩내식성, ⑪용접성 등이 요구된다. 이러한 요구특성은 일반적인 금속이

나 금속재료의 제강, 제련, 합금 등이 반영되어 재료비용이 높아지고, 제품형상으로 가공할 때 가공비, 가공후

열처리 등의 비용도 높아져서 전체 금형의 제조가격은 매우 높은것이 일반적이다.

금형을 요구수명의 길이에 따라 분류하면 사용시 사출횟수에 따라 5 단계로 클래스로 구분된다. 첫 번째 클래스[0011]

100 만회 이상, 두 번째 클래스 500,000 ~ 1 백만 회, 세 번째 클래스 300,000 ~ 500,000회, 네 번째 클래스는

100,000와 300,000회, 다섯 번째 클래스는 100,000 번 미만으로 구분된다. 이러한 구분에 따라 가공 재료 종류,

금형크기, 정밀도 등이 달라지므로 금형 비용이 달라진다. 제품에 대한 소비자의 요구가 점점 다변화되면서 1가

지 사양의 제품을 대량으로 생산하는 것보다 변종의 제품으로 소량 다품종 제품을 생산하는 시대가 되었다. 이

에 따라서 장수명의 단일 금형보다는 단수명의 다수의 변종금형이 필요하다. 단수명이라도 다수의 금형을 제작

하는것은 비용측면에서, 제조사의 개발비용의 부담이 매우 증가되므로, 금형의 단가의 절감에 대한 기술개발이

필요한 이유이다.

본 발명은 위와같은 금형의 제조비용을 낮추는 방안에 대한 내용이다.[0012]

도 1은 컵모양 제품(10)을 가상적으로 설정하여 기존의 방식으로 금형을 구성할 때의 구도이다. 일반적으로 금[0013]

형의 오목한 부위를 캐비티금형부(20), 볼록한 부위를 코어금형부(30)라고 통칭한다. 제품의 형상이 복잡한 경

우는 코어(30) 및 캐비티(20)가 여러 조각으로 제작되어 조립하여 사용하지만, 사례와 같은 간단한 형상의 금형

은 상/하형으로 2개가 1벌로 제작된다.

기존 제작 가공 방식을 도 2에서 코어의(30) 경우로 예를 들면, 원하는 형상을 1개의 몸체로 제작하기 위해서는[0014]

코어금형부 잔여부위와(32) 코어금형부 제거부위(33)를 합친 형상의 통금속 기초모재(31=32+33)에서 출발하여

코어금형부 제거부위(33)를 절삭기계가공, 방전가공 등으로 제거해야 한다. 코어금형부 제거부위(33)의 부피가

클수록 통상 육면체인 통금속 기초모재(31)의 초기 크기가 커지고 제거를 위한 가공비용이 많이 소모되어 금형

의 원가상승의 원인이 된다.

본 발명의 변경된 방식은 도 3에서와 같이 몇장의 코어금형부 금속판재(34)를 코어의 최종크기보다 작게 각각[0015]

절단하고 적층용접하여 금형의 기초모재(21, 34)로 사용한다. 이 때 사용하는 금속판재는(34) 압축강도 정도만

만족하고 기타 기계적인 성질은 중요하지 않는 저가의 일반 재질을 사용하여 재료비를 최소화할 수 있다. 기초

모재의 각각의 금속판은 금형 형상 경계면/쿨링채널/이젝션 핀(밀핀)등의 필요 부위를 고려하여 사전에 재단하
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여 준비하며, 각각 다른 두께와 형상으로 재단할 수 있다. 압연 등으로 제조된 금속판재는 재단시 레이저절단,

플라즈마절단 등으로 수직/경사 절단이 가능하므로 재료의 절삭가공비를 최소화 할 수 있다. 기초모재는 적층한

금속판들을 겹치기/변두리형 용접으로 접합하여 완성한다. 이 과정중에 3차원적인 쿨링채널의 형성이 가능하여

금형의 쿨링성능을 향상시키는 매우 중요한 사용시 성능향상/생산성 향상이 부가적으로 가능하다. 

완성된 금속판재 기초모재에 정밀한 금형 표면을 가공하기 위해 도 4에서와 같이 기초모재의 외곽부위를 최종[0016]

코어 크기보다 약간 높게(35) 육성용접(padding)을 수행한다. 필요한 치수보다 약간 높게 육성된 코어금형부는

용접육성 후 가공전 형상(35)에서 코어금형부 기계 가공후 형상(36)까지 약간의 두께부위를 정밀가공 또는 방전

가공으로 제거하면 가공을 최소화 할 수 있다. 이때 최종적으로 남을 금형 표면부(36)는 금형 고유의 기계적,

열적, 화학적인 성질을 요구하므로 이에 적합한 금형용 금속을 육성용접시 용가재로 사용한다. 

이와같이 기초모재는 저가의 재단된 금속판재(34)를 용접하여 사용하고, 고가격인 금형용 금속은 금형의 표면부[0017]

(35, 36)에만 육성용접시 용가재 형태로 최소한으로 사용하고, 용접으로 육성한 부위를 최소한의 기계가공 및

방전가공으로 불필요한 부위(35)를 제거하므로 금형제작의 전체공정에서 재료비, 가공비 단가를 최소화할 수 있

다.

상기 서술은 금속판재(34)를 기초모재로 사용하여 코어금형(30)을 제작하는 사례이다. 동일한 방법을 캐비티금[0018]

형(20)에도 적용하여 도 5와 같이 상/하형 금형을 제작할 수 있다.

또한, 상기 서술은 일반적으로 코어와 캐비티가 있는 금형에 대한 사례이다. 본발명의 적용범위는 기존 방식인[0019]

통금속 기초모재의 연속체 강도 대비 금속판재 기초모재의 용접강도에 따라 저수명 ~ 고수명의 기존 금형을 대

치할 수 있다. 플라스틱 사출금형은 기초모재의 강성이 상대적으로 작게 요구되므로 우선적으로 적용성이 높고,

코어와 캐비티구조가 있는 금형중 다이캐스팅, 딥드로잉 프레스금형 등에도 사용할 수 있는 방식이다.

부호의 설명

10: 컵모양 제품 형상 단면[0021]

20: 캐비티금형부 

21: 캐비티금형부 금속판재 기초모재

22: 캐비티금형부 용접 및 육성용접부

30: 코어금형부

31: 코어금형 통금속 기초모재

32: 통금속 기초모재 가공후 코어금형부

33: 통금속 기초모재에서 가공으로 제거하는 부위

34: 코어금형부 금속판재 기초모재

35: 코어금형부 용접육성후 가공전 형상(가공으로 제거하는 부위)

36: 코어금형부 기계 가공(절삭 폴리싱 등)후 최종 형상
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도면

도면1

도면2

도면3

도면4
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도면5
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